
【ベース板（放熱板）】
パワーモジュール内の半導体チップに通電した際に発生する熱を外部に放熱する部品です。

当社が製造する最大板厚6 mmの厚銅ベース板が持つ高い放熱性能が信頼性を向上させます。

【三昌製作所の技術】
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電極 熱

厚銅を通して熱は外部へと効率的に逃げる
ベース板

半導体チップ

順送金型プレスによるサラモミ穴の加工

単発金型プレスによる歪みを抑えた抜穴加工
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順送金型プレスによる凹み加工

左図ベース板の反り形状(⾧手反り300 µm)当社独自のレベラー機により
安定した品質の反りを実現

セン断面の多い綺麗な仕上がりを実現
(板厚5 mm品)



【バスバー】
厚銅により高い電気伝導性で、電力損失をおさえて大電力を送電することができる電極部品です。

一般的には、電気自動車や産業機器や配電盤、データセンターなどの大電力系統に使用されています。

【三昌製作所の技術】

板厚4ｍｍ銅バスバー②

（段曲げ部  幅7ｍｍ）

純銅以外の金属材料加工にも挑戦

（銅クラッドアルミ材）
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バッテリー

バスバー

インバータ

モーター

タイヤ

板厚5 mm純銅バスバー①

左図②の段曲げ部側面

左図①の段曲げ部側面

Rを付けた曲げ加工(板厚3 mm品)


